
2-⑬ 기술 개요■ 

플라즈마를 이용한 분말 
표면처리 및 유동성 향상기술

- 본 기술은 분말 재료의 표면처리 및 유동성 향상 효율을 증대

시키고 재료 품질을 향상시킬 수 있는 분말 처리장치에 관한 

기술임.

분말입자를 용융시켜 고속으로 모재 표면에 충돌 및 적층시- 

켜 파막층을 형성하는 용사코팅에 사용할 수 있음. 

기술적 개선점■ 

본 기술은

플라즈마 용사코팅시 분말재료의 유동성을 향상시켜 밀도가 

높고 치밀한 코팅막을 형성할 수 있음.

무전극인 전자파 플라즈마를 사용하여 다양한 분말의 

종류 세라믹 금속 등 에 따라 기술적용이 가능함( , ) .

동일한 전력을 사용하여 기존 기술 대비 배의 분말 , 2~3

생산량을 증대할 수 있는 장점이 있음.

시장전망 ■ 

세계 용사코팅 시장 및 재료별 시장 규모 전망
출처 < : MarketsandMarkets Analysis,2020 단위 백만달러, : >

- 발 명 자 홍용철 : 

- 연구분야 : 플라즈마 발생장치 및 응용기술 개발

지식재산권 현황- 

- 세계 용사코팅 시장규모는 년에 억 달러에서 년에는 2020 76 , 2025

억 달러로 성장 예상됨 연평균 성장률 107 . ( 7.0 %)

- 용사코팅분야는 반도체 디스플레이 우주항공 자동차 초경합, , , , 

금 일반산업으로 크게 나누어 있으며 세라믹 금속 및 합금 분, , , 

말시장의 연평균 성장률은 약 대로 전망됨7% . 
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기술사진 ■ 

용사코팅 개념도 ▲ 플라즈마를 이용한 분말처리 시스템 ▲

플라즈마 영역이 증대된 이미지 ▲ 플라즈마 처리 전 후 비교 / SEM ▲

비교Spec ■ 

응용분야 ■ 

반도체 장비부품 등 세라믹 분말 코팅- 

기타 분말 코팅 및 구형화 플라즈마 표면처리- , 

기술완성도[TRL] 6 파일롯 규모 시제품 제작 및 성능평가 완료.  


